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LASER-IMPULS-SCHMELZ-
BONDEN (LIMBO) MIT
STRAHLQUELLEN IM WELLEN-
LANGENBEREICH 515 NM

Aufgabenstellung

Durch steigende Anforderungen in der Hochleistungselektronik
und Elektromobilitat werden zunehmend Leistungselektronik-
bauteile bendtigt, die eine hohe Robustheit und thermische
Stabilitat aufweisen. Das »Laser-Impuls-Schmelzbonden
(LIMBO)« ermdglicht eine stoffschltssige und somit hoch-
temperaturstabile Flgeverbindung zwischen dicken Kupfer-
verbindern Gber 200 pm und dinnen Kupfermetallisierungen
unter 100 uym auf sensiblen Substraten. Der Schmelzvorgang
des Kupferwerkstoffs stellt jedoch aufgrund des geringen
Absorptionsgrads fir Laserstrahlung im IR-Bereich eine
Herausforderung dar.

Vorgehensweise

Das Absorptionsverhalten des Kupferwerkstoffs im SchweiB-
prozess wird durch die Verwendung einer Laserstrahlquelle
im grinen Bereich (A = 515 nm) im Vergleich zu Laserstrahl-
quellen im IR-Bereich begunstigt. Die erhdhte Absorption
der Laserstrahlung fihrt zur gezielten Kontrolle Gber die
Energieeinbringung und ermdglicht somit die Steigerung

1 Kupferverbinder kontaktiert auf Metallisierung.
2 Querschliff einer SchweiBung von Kupfer

auf einer Leiterplattenmetallisierung.
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der Reproduzierbarkeit und Robustheit wahrend des Auf-

schmelzens des Kupferverbinders. Mit dem LIMBO-Verfahren
wird eine energetische Trennung zwischen dem Aufschmelzen
und der Anbindung realisiert, womit der thermische Einfluss
auf sensible Substrate deutlich minimiert wird.

Ergebnis

Mit dem Prozess sind SchweiBungen von 200 pm Kupfer-
blechen auf kupfermetallisierten PCB-Substraten mit einer
reproduzierbaren Anbindung maglich. Im Vergleich zu
IR-Laserstrahlquellen wird die Prozessdauer mit Strahlquellen
im Wellenlangenbereich 515 nm aufgrund der erhohten
Absorption und der gezielten Energieeinbringung beim
LIMBO-Prozess um den Faktor drei reduziert.

Anwendungsfelder

In der Halbleitertechnik (siliziumbasierte Bauteile) oder der
Elektrotechnik (FR4) kann mithilfe des LIMBO-Verfahrens
das Flgen von dicken Verbindern auf sensible Substrate mit
dinnen Metallisierungen realisiert werden. Darlber hinaus
ist das Verfahren fir stoffschlissiges Fligen von metallischen
Bauteilen mit hohen Spalttoleranzen anwendbar.
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